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1.1. Беспаечные макетные платы

1.1.1. Макетная плата для монтажа без пайки 

(беспаечная макетная плата) SYB-120

Самая популярная макетная плата SYB-120, на которой можно 
быст ро смоделировать небольшую электронную схему, в том числе 
реализованную на микропроцессоре. Размер платы: 177×46×9 мм.

Вес: 70 г.
Количество контактных групп по 5 контактов – 120.
Плата имеет две шины по 50 контактов каждая (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Вид макетной платы SYB-120

1.1.2. Макетная плата SYB-800

Эта макетная плата предназначена для подготовленных радиолюби-
телей, поскольку позволяет собрать и отладить достаточно большие 
схемы. Для этого нужно обладать пространственным воображением, 
и тогда число элементов, установленных на плате, может быть до-
статочно большим.

Размер платы: 232×210×40 мм.
Вес: 790 г.
Количество контактных групп по 5 контактов – 600.
Макетная плата имеет 12 шин по 100 контактов каждая и 4 клем-

мы для подвода питания (см. рис. 1.2).
Основание платы – пластик. Для подставки предназначены 4 про-

резиненные ножки.
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1.1.3. Макетная плата SYB-500

Макетная плата для подготовленных радиолюбителей. По целям и 
задачам соответствует макетной плате SYB-800.

Размер платы: 232×210×40 мм.
Вес: 525 г.
Количество контактных групп по 5 контактов – 480.
Плата имеет 4 клеммы для подвода питания и 8 шин по 100 кон-

тактов каждая.
4 резиновые ножки.
Основание – пластик. Внешний вид представлен на рис. 1.3.

1.1.4. Макетная плата c набором перемычек 

в комплекте BB-3T5D+J

Макетная плата для подготовленных радиолюбителей с набором 
проводников-перемычек BBJ-140 в комплекте. Назначение платы 
аналогично предыдущим вариантам.

Размер платы: 215×185×40 мм.
Вес: 450 г.
Количество контактных групп по 5 контактов – 378.

Рис. 1.2. Внешний вид макетной платы SYB-800
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Плата имеет 20 шин по 25 контактов каждая и 4 клеммы для 
подвода питания.

Четыре прорезиненные ножки на самоклейке придают плате 
устойчивость на столах практически любой поверхности. Внешний 
вид представлен на рис. 1.4.

1.1.5. Макетная плата BB-2T4D+J

Макетная плата для подготовленных радиолюбителей с набором 
перемычек BBJ-140 позволяет собрать и отладить большие схемы. 
Перемычки в комплекте. 

Рис. 1.3. Внешний вид макетной платы SYB-500
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Размер платы: 215×130×40 мм.
Вес: 300 г.
Количество контактных групп по 5 контактов – 252.
Плата имеет 16 шин по 25 контактов каждая, 3 клеммы для под-

вода питания и 4 резиновые ножки на самоклейке. Внешний вид 
представлен на рис. 1.5.

1.2. Современные гибкие печатные платы

Технология изготовления гибких печатных плат довольно сложная 
для лаборатории радиолюбителя и подробно описана (проиллюстри-
рована) в статье: http://www.radioland.net.ua/contentid-397-page5.html.

Рис. 1.4. Внешний вид макетной платы BB-3T5D+J

СОВРЕМЕННЫЕ ГИБКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ


